
Application Brief
在資料中心應用中使用 TPS548B23 與 TPS548B28 的優勢

簡介

現代數據中心 SoC 需要更高的功率與更佳的散熱效能，以維持效能水準。然而，設計師將縮小 BOM 解決方案尺
寸視為其關鍵偏好之一。上一代 TPS548B28 系列所採用的 3 × 4mm 封裝是廣泛採用的業界標準，不過，採用 3 
× 3mm 封裝的新一代 TPS548B23 提供了尺寸與效能上的改進，且所需的外部元件更少。此應用簡介在不同方面
描述 TPS548B23 升級。表 1 顯示主要規格比較。表 2 顯示 TPS548B28 和 TPS548B23 的系列裝置。

表 1. TPS548B23 和 TPS548B28 規格比較
TPS548B23 TPS548B28

VIN 4 - 16V 4 - 16V

VOUT 0.5 - 5.5V 0.6 - 5.5V

IOUT 20A 20A

控制模式 D-CAP4 D-CAP3

FB 準確度 (40°C< TJ < 125°C) ±1.0% ±1.0%

封裝 3mm × 3mm 19 引腳 QFN 4mm × 3mm 21 引腳 QFN

引腳間距 0.4 mm 0.4 mm

無需外部元件的接腳綁定可設定性 是 否
接點溫度 -40°C 至 +125°C -40°C 至 +125°C

切換頻率 600 KHz、800 KHz、1 MHz、1.2 MHz 600KHz、800KHz、1MHz

RDS(ON) 8.4mΩ/3.3mΩ 7.7mΩ/2.4mΩ
效率 (12Vin、3.3Vout、800KHz、10A、內部 

VCC) 95% 93%

外部 VCC 偏壓支援 3.1 - 5.3V 3.13 - 3.6V

表 2. TPS548B23 系列裝置上的 TPS548B28
裝置 封裝 IOUT VREF 

TPS548B28

3mm × 4mm

20A 600mV

TPS54JB20 20A 900mV

TPS548A28 15A 600mV

TPS54JA20 12A 900mV

TPS548B23
3mm × 3mm

20A 500mV

TPS548A23 12A 500mV
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效率與熱性能

對耗電量密集的伺服器應用而言，維持降壓轉換器的高效率至關重要，因為效率可直接降低散熱，進而提升整體
性能與可靠性。图 1 顯示 TPS548B23 和 TPS548B28 在 12V 輸入、3.3V 輸出和 800KHz 條件下的效率比較。图 
1 顯示 TPS548B23 的整體效率比 TPS548B28 有所提升。儘管 TPS548B28 功率 MOSFET 的導通電阻略低，但
歸功於封裝寄生的減少，以及閘極驅動與死區時間的改進，TPS548B23 的效率較高。

图 1. TPS548B23 與 TPS548B28 效率比較

熱性能是設計電源系統的關鍵規格。熱性能不佳會降低負載性能並導致損壞，特別是在高功率應用中。
TPS548B23 採用更先進的製程技術與更大的接地面面積，可實現比 TPS548B28 更出色的熱性能。图 2 和 图 3 
顯示了在 12Vin、1Vout、800KHz、20A 條件下可看到 10.7℃ 下降的熱影像。

图 2. 12Vin、1Vout、800KHz、20A 時的 TPS548B23EVM 熱影像
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图 3. 12Vin、1Vout、800KHz、20A 時的 TPS548B28EVM 熱影像

封裝

上一代 TPS548B28 採用如圖所示的 4mm × 3mm 21 引腳 QFN 封裝 图 4 設計，先前已廣為採用為業界標準。然
而，隨著電路板面積越來越有限，電源設計也需要更小的尺寸，特別是空間有限的資料中心應用。图 5 顯示 
TPS548B23 設計採用更小的 3mm × 3mm 19 引腳 QFN 封裝，具有 蝶形 引腳配置。蝶形 引腳配置為對稱引腳配
置，可簡化 PCB 佈局，並以最高功率密度和最低成本提供最佳熱能，如 图 6 圖所示。
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图 4. TPS548B28 封裝底視圖 - 非對稱引腳排列
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图 5. TPS548B23 封裝底視圖 - 對稱引腳排列

图 6. TPS548B23 的 蝶形 布局

D-CAP4 控制器（主）模式

D-CAP 系列控制模式是 TI 專有的固定導通時間控制方法，旨在發揮最大裝置暫態性能。TPS548B23 提供最新一
代 D-CAP4 ，可實現超快速暫態響應。相較於前代 D-CAP3，D-CAP4 的暫態響應更快，特別是在高輸出電壓條
件下，如 图 7 圖所示。相較於 D-CAP3，D-CAP4 在需要優異負載瞬態性能的高電流電源軌應用中，所需的輸出
電容更少。
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图 7. 在 12Vin、5Vout、800KHz、5A 至 15A 至 5A、1A/us 電壓轉換率條件下， D-CAP4 與 D-CAP3 瞬態性能
的比較

引腳帶配置

與 TPS548B28 不同， TPS548B23 配置引腳 (CFG1-5) 可減少調整時的 BOM 元件數量：
• 過電流限制
• Faiult 響應
• 內部反饋
• 外部反饋
• 輸出電壓選擇
• 切換頻率
• 緩啟動時間

表 3 顯示如何設定 TPS548B23 與 TPS548B28 的部分重要規格。如需詳細配置，請參閱 TPS548B23 4V 至 16V 
輸入、20A、遠端感測 D-CAP4、同步降壓轉換器 產品規格表。

表 3. TPS548B23 和 TPS548B28 之間關鍵規格配置的差異 
TPS548B23 TPS548B28

VOUT
Vfb 為內部電壓時通過 CFG3-5 ，VFB 為外部

電壓時通過電阻分壓器 電阻分壓器控制

輕載模式 通過 CFG3-5 通過將 VCC、電阻器或 AGND 與 MODE 引
腳連接

切換頻率 VFB 為內部和外部電壓時，採用 CFG1-2 通過將 VCC、電阻器或 AGND 與 MODE 引
腳連接

緩啟動 VFB 為外部電壓時通過 CFG1-2，而 VFB 為內
部電壓時則通過恆定電流存在模式 SS/REFIN 引腳與 VSNS- 引腳間連接電容器

故障恢復模式 (恆定電流存在或鎖定關閉) 當 VFB 為外部電壓時，通過 CFG1-2 ；當 VFB 
為內部電壓時，通過恆定電流存在模式。

OC 和 UV 故障時採用恆定電流存在模式， 
OV 故障時採用鎖定關閉模式

谷底 OCP VFB 為內部和外部電壓時，採用 CFG1-2 通過將電阻器連接至 TRIP 引腳

結論

TPS548B23 是 TI 最新一代 16V、20A DC/DC 降壓轉換器。由於效率和瞬態回應升級， TPS548B23 可實現更好
的性能。進階引脚排列可帶來更最佳化的配置，配置引腳則可減少 BOM 元件並簡化設計。
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重要聲明與免責聲明
TI 均以「原樣」提供技術性及可靠性數據（包括數據表）、設計資源（包括參考設計）、應用或其他設計建議、網絡工具、安全訊息和其他
資源，不保證其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的擔保，包括但不限於對適銷性、適合某特定用途或不侵犯任何第三方知識產權的
暗示擔保。

所述資源可供專業開發人員應用 TI 產品進行設計使用。您將對以下行為獨自承擔全部責任：(1) 針對您的應用選擇合適的 TI 產品；(2) 設
計、 驗證並測試您的應用；(3) 確保您的應用滿足相應標準以及任何其他安全、安保或其他要求。

所述資源如有變更，恕不另行通知。 TI 對您使用所述資源的授權僅限於開發資源所涉及 TI 產品的相關應用。除此之外不得複製或展示所述
資源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知識產權授權許可。如因使用所述資源而產生任何索賠、賠償、成本、損失及債務等，TI 對此概不負
責，並且您須賠償由此對 TI 及其代表造成的損害。

TI 的產品受均受 TI 的銷售條款或 ti.com 上其他適用條款，或連同這類 TI 產品提供之適用條款所約束。 TI 提供所述資源並不擴展或以其他方
式更改 TI 針對 TI 產品所發布的可適用的擔保範圍或擔保免責聲明。

TI 不接受您可能提出的任何附加或不同條款。 IMPORTANT NOTICE
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